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摘 要

現今科技發達的社會中，印表機已經幾乎家家皆有的商品， 有了印表機使得家家戶戶的文書、卡片、照片等得以輸出，而

噴 墨式印表機更為目前印表機之主流，其已幾乎為家家必有之產 品。而噴墨頭正是印表機中的靈魂，在不同致動模式之

噴墨頭下， 應用最為廣泛的便是壓電微噴頭，隨高科技產業的發展，噴墨頭 其廣泛之應用目前更廣受矚目，如生物產業

科技、光通訊元件、 微機電應用、引擎工業及有機發光二極體製作之顯示器等等⋯⋯。 本研究主要利用微電鑄技術製作

壓電微噴頭之微小零件，這 是因為微電鑄有翻模速度快、成本低的好處，如果未來量產也有 一定的優勢。然而微小零件

結構尺寸的微小，及振動板的薄膜厚 度極薄，所以在電鑄過程中探討其相關參數，作為製作的依據。 微小零件的製作在

本研究中分為兩種，其一是將微零件分成 振動片及噴嘴片，此種方法的特色是利用創新的翻面電鑄之技術 來製作具有雙

面微結構之微小元件，利用此方法於振動片，使之 正反兩面均有微結構，而達到簡化組裝的步驟；並利用溢鑄技術 製造

隱藏式中空流道。其二是將微零件分成振動片、中間層及噴 嘴片，此種方法特色是製程較不困難。另外，為得到小孔徑噴

嘴， 本研究利用溢鑄技術製造噴嘴孔。
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